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Anche se in uso ormai da 
una trentina d’anni, i sistemi 
di collaudo in-circuit svolgono 
ancora un ruolo importante 
nel presente e mirano a garantirsi 
un futuro puntando su parallelismo, 
automazione, programmazione di componenti 
digitali e integrazione con il test funzionale.

Se pensiamo all’evoluzione 
dell’elettronica degli ultimi 
30 anni, con miniaturizzazio-

ne continua della componentistica 
e conseguente aumento della com-
plessità elettrica e meccanica delle 
schede, appare chiaro come i siste-
mi di test automatico (ATE) abbiano 
dovuto trasformarsi e migliorare le 
proprie prestazioni nel tempo per 
garantire con profi tto il collaudo di 
quest’ultime. 

Dopo i sistemi di test funzionale, 
che storicamente sono sempre sta-
ti tra i più diffusi e ricercati essen-
do in grado di collaudare le schede 
verifi candone il loro funzionamen-
to in ambiente reale o quasi, uno de-
gli strumenti di test più utilizzati a li-
vello mondiale dai vari produttori di 
schede elettroniche è sicuramente 
l’ATE in-circuit, basato su un’archi-
tettura relativamente semplice, con 
matrici di commutazione, strumen-
tazione di stimolo e misura, carat-
terizzato dalla necessità di disporre 
di un’interfaccia con il letto ad aghi 
(fi xture) specifi ca per ogni tipologia 
di scheda.

Il tester In-CIrCUIt trA 
PAssAto e Presente

Croce e delizia del metodo di collau-
do in-circuit, la fi xture a letto ad aghi ha 
rappresentato  in un primo momento il 
segreto del successo di questa tecnica, 
consentendo la scrittura di program-
mi di test in maniera semplice, veloce e 
senza richiedere conoscenza approfon-
dita del prodotto da collaudare (requi-
sito invece imprescindibile per scrivere 
un buon programma di test funziona-
le). In molti casi però la necessità di do-
ver progettare e realizzare una fi xture 
specifi ca per ogni tipo di scheda, rap-
presenta il limite maggiore del collau-
do in-circuit, poiché su volumi di pro-
duzione medio-bassi i costi di attrez-
zaggio per i letti ad aghi non sono facil-
mente ammortizzabili e i tempi per la 
messa in opera del collaudo non sono 
sempre compatibili con gli attuali requi-
siti di “time to market” di un prodotto. 
Con l’obbiettivo di ovviare a questa fa-
stidiosa limitazione degli ATE in-circuit, 
negli anni ‘90 sono nati i tester a sonde 
mobili, che ancora oggi assolvono egre-
giamente al loro compito, rimpiazzando 

spesso gli ATE in-circuit per volumi di 
produzione contenuti, ma poiché la ve-
locità di test di un sistema a letto ad 
aghi rimane sicuramente inarrivabile a 
parità di copertura del test, i sistemi in-
circuit trovano ancora forte applicazio-
ne per il collaudo di elevati volumi, co-
me ad esempio per il test di schede de-
stinate ai settori “consumer electroni-
cs”, automotive, ed informatico.

Il tester In-CIrCUIt trA 
Presente e FUtUro

Tra i fattori su cui far leva per ren-
dere appetibile oggi un collaudo di ti-
po in-circuit, oltre al tasso di copertu-
ra estremamente elevato per la rileva-
zione dei difetti di processo (che risulta 
intrinseco al metodo stesso quando le 
schede sono progettate in base alle re-
gole di “design for testability”), vi è si-
curamente l’alta produttività che esso 
può garantire. Per questo un moderno 
ATE in-circuit non può prescindere dal-
l’automazione del processo di test, de-
ve garantire la possibilità di collaudare 
più schede in contemporanea (si parla 
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